台灣半導體研究中心 異質整合製程組
SE-016 熱蒸鍍機 (Thermal Coater) 
	一. 系統規格及型號： 

1. 機台製造商：創寶科技。 

2. 可加熱溫度範圍：25 ℃～150 ℃。 

3. 適用晶片大小：4、6吋與破片。 

4. 使用氣體：N2 (Vent)。 

5. 設備：具備Rotary Pump (RP)，Diffusion Pump (DP)，冰水機二部，可達5E-6 torr之製程真空值。 

二、特殊注意事項：
1. 目前提供之金屬顆粒：Al、Ti、Cr、Ni，其他貴重金屬請自行準備，不符合者恕不予服務。 

2. 承載之鎢舟屬於消耗品請自行準備。 

3. 特殊製程及非標準製程須經儀器負責人同意，方可使用。 

4. 化合物半導體晶片恕不服務。 




